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具有任意配置限幅功能(AGC)｜10.0W｜单声道 ｜ 高保真｜D类音频功放

 芯片概述

FH8863是一款单声道D类音频功率放大器，

在VDD = 9.0V、THD+N=10%、4Ω负载、1kHz信号

条件下，能连续输出10.0W功率；另外，如有AB类

的需求，可定制满足。

FH8863具有可任意配置的限幅(Limiter)功能。

限幅功能开启后，即使输入信号很大，音乐输出也能

被限制在指定的功率和THD+N之内，满足不同音质

体验和保护喇叭的需求。

FH8863还具有自动限温控制（TFB）功能，在

高功率输出、高环境温度等情况下导致芯片片内温度

较高时，芯片能自动降低系统增益，避免芯片进入过

温关断保护模式，在保证音乐品质的前提下显著提升

音乐峰值功率。

此外，FH8863内部集成免滤波器调制技术，能

够直接驱动扬声器，内置的关断功能使待机电流最

小化，还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电

源欠压异常保护等功能。

 典型应用图

 主要特点

 可任意配置的限幅功能(AGC)

自由选择音频限制幅度，使输出音频信号限制在

固定失真水平内

 内置自动限温控制功能

 THD+N: 0.03%

（VDD = 9.0V, RL = 4Ω+22uH, fIN =1kHz, Po = 2.0W）

 输出功率(fIN = 1kHz, THD+N = 10%)

▲ 10.0W (VDD=9.0V, RL=4Ω+22uH)

▲ 5.5W (VDD=9.0V, RL=8Ω+33uH)

 VDD供电范围：2.5V至10.0V

 增益：25dB

 免滤波器数字调制，直接驱动扬声器

 保护功能：过流/过热/欠压异常保护功能

 无铅无卤封装，SOP-8L

 应用领域

 蓝牙音箱

 2.1声道小音箱

 iphone/ipod/ipod docking

 平板电脑，笔记本电脑

 小尺寸LCD电视/监视器
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 引脚信息
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FH8863 顶视图

 引脚定义*1

SOP-8L

引脚号
引脚名称 I/O 功能

1 SD I 芯片关断控制端，低电平时关断
2 LIM I 限幅设置控制端
3 IN- A 音频反相输入端（差分-）
4 IN+ A 音频同相输入端（差分+）
5 OUT- O 音频反相输出端（BTL-）
6 VDD Power 电源
7 GND Ground 接地
8 OUT+ O 音频同相输出端（BTL+）

注1 I: 输入端 O: 输出端 A: 模拟端

 电气特性

 Absolute Maximum Ratings*3
PARAMETER Symbol MIN MAX UNIT

Supply voltage range VBAT -0.3 10 V
Input voltage range VIN -0.3 VDD＋0.3 V
Operating temperature range TA -40 85 ℃
Operating junction temperature range TJ -40 170 ℃
Storage temperature range TSTG -50 170 ℃
*3: Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings

only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating
conditions is not implied. Exposure to absolute–maximum–rated conditions for extended periods may affect device reliability.

1 8

2 7

3 6

4 5
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 功能描述及应用信息

1. 参数定义

限幅（Limiter(AGC)）：该功能开启后，当功放输出电压大于限幅值，功放增益将自动降低，使功放输出

在维持限幅值。

限幅值（Limiter level, VLIM_L for short）：功放允许的最大输出幅度值，超过该值，Limiter电路就会降低系

统增益。

过温限幅（Thermal foldback, TFB for short）：该功能开启后，当芯片因环境温度过高、功放过载、系统

散热性能不佳等原因引起结温高于过温限幅点（TFB）时，功放将自动减小增益，以减小芯片功率耗散从而降低

结温；随着温度的降低，当结温小于过温限幅点（TFB）时，功放又将自动增加增益，直到结温到达过温限幅点

（TFB）。如此循环。

过温限幅点（Thermal foldback trig point, TFB for short）：过温限幅功能开启后，当芯片结温上升达到该

值，功放增益自动减小。可通过软件控制模式设置修改该值。

启动时间（Attack time, tA for short）：Limier增益减小的速率，默认值为12ms /dB；TFB增益减小的速率，

默认值为1200ms/dB。

释放时间（Release time, tR for short）：Limiter增益增加的速率，默认值为150ms/dB；TFB增益增加的速

率，默认值为2400ms/dB。

2. 功能描述

2.1. 限幅（Limiter）功能

该功能开启后，当功放输出电压大于限幅值，功放增益将以默认值tA = 12ms/dB的速率自动降低，使功放

输出维持在限幅值。随后，如果过功放输出电压小于限幅值，功放增益将以默认值tR= 150ms/dB的速率自动

增加。增加或减小的每步增益0.375dB，该过程示意图如下。

Fig. 1 Limiter Function

FH8683

ForDevices  Electronics  Technologies  Corporation   |  ©  2021  Confidential-Prepared  for  Customer  Use  Only   |   Doc  Version  Number:  Rev.001

http://www.fordevices.com  |  Tel:  86-755-82217619  |  TIM:  40069775  /  80097244  |  ©  2021  ForDevices,  Inc.  All  rights  reserved.  |  Page:  03/06



其中，限幅值能通过硬件控制模式控制。在硬件控制模式下，设置LIM引脚，即能控制Limiter的开关并设

置限幅值。LIM引脚内部电路如下图所示，其中R1 ≈ 615kohm, R2 ≈ 227kohm, R3 ≈ 380kohm。LIM引脚直接

接地，Limiter功能关闭。LIM引脚悬空或通过外围加上拉电阻RH或下拉电阻RL到VDD实现不同的限幅值(Limiter

Level)。Limiter Level VLM_L (Peak)≈ (0.5VDD – VLIM_COM) ×5。典型参数如下表所示。

RH

RL

Fig. 2 LIM Terminal Configuration

通过设置不同的限幅值，能使功放输出限定在特定功率和失真条件下，以符合产品音质需求。典型的参数

设置如下：

Table. 1 Typical AGC Limiter Level Configuration in Hardware Mode

RL(Ω) RH(Ω) THD+N
NC 1M ≈1%
NC 6.2M ≈2%
NC NC ≈4%
6.2M NC ≈7%
2M NC ≈10%
Short NC AGC Disabled

2.2. 过温限幅功能（Thermal Foldback）

FH8863内部集成了过温限幅功能，当芯片因环境温度过高、功放过载、系统散热性能不佳等原因引起结温

高于过温限幅点（TFB, 150℃）时，功放将以默认值tA= 1200ms/dB的速率自动减小增益，以减小芯片功率

耗散从而降低结温；随着温度的降低，当结温小于过温限幅点TFB时，功放又将以默认值tR= 2400ms/dB的速

率自动增加增益，直到结温到达过温限幅点（TFB）。如此循环，该过程示意图如下。

VDD FH8863

R1

LIM

R2

VLIM_COM

R3
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2.3. 音频功放输入配置

Fig. 3 Thermal Foldback Operation

FH8863 接受模拟差分或单端音频信号输入，产生 PWM 脉冲输出信号驱动扬声器。

对差分输入，通过隔直电容 CIN和输入电阻RIN分别输入到 IN+和IN-端。输入 RC 高通滤波器的截止频率

fc 1 (2πRINCIN )。

对单端输入，则通过隔直电容 CIN耦合到 IN+端。IN-端必须通过输入电阻和电容（与CIN、RIN值相同）

接地。截止频率 fc与差分输入时相同。

FH8863 的内部输入电阻 RIN= 31.4kΩ

Front Circuit FH8863 Front Circuit FH8863

ZOUT
ZOUT

Fig. 4 (1) 差分输入; (2) 单端输入

2.4. 音频功放输出配置

一般而言，输出端可直接连接负载喇叭。如果输出端的输出线较长，或者对EMI的要求较高，则可选择添

置铁氧体磁珠或LC滤波器。

2.5. SD模式设置

在SD端输入高电平，FH8863处于正常工作模式。在SD端输入低电平，

FH8863处于关断待机模式。

Thermal Foldback Trip Point

Die Temperature

GAIN

Attack Time Release Time

Input Singal

Output Singal

=
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2.6. 保护功能

FH8863 具有以下几种保护功能：输出端过流保护、片内过温保护、电源欠压异常保护。

（1）过流保护

当检测到一输出端对电源、对地、或对另一输出端短路时，过流保护启动，输出端切换至高阻态，防止

芯片烧毁损坏。短路情况消除后，通过关断、唤醒一次芯片，或重新上电均能使芯片退出保护模式。

（2）过温保护

当检测到芯片内温度超过 150℃时，过温保护启动，正负输出端切换至弱低电平状态（内部通过高阻接

地），防止芯片被热击穿损坏。

（3）欠压保护

当检测到电源端VDD 低于VUVLL，启动欠压保护，输出端为弱低电平状态（内部通过高阻接地）；当检测到

VDD 高于VUVLH，保护模式自动解除，经启动时间 TSTUP后进入正常工作状态。

▲ 说明：

本文档为简要介绍，如需要完整Datasheet、Sample、DEMO、SKD，请与我们联络。
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